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Spos6b wytwarzania szkla plaskiego
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia szkla plaskiego w postaci taémy, wediug kto6-
rego znajdujaca sie ma kapieli tasma jest stale
w zetknieciu z roztopionym metalem.

W kapieli metalowej zwykle sg zawarte przy-
najmniej w minimalnej ilo$ci substancje zanie-
czyszczajgce, kibre mogg latwo wchodzié w reak-
cje z moztopionym szklem. Powstajace przy iym
produkty reakcji co najmniej czeSciowo rozpusz-
czajg sie w dolnej cze§ci warstwy roztopionego
szkla przesuwajgcej sie na powierzchni tego me-
talu.

Do kapieli uzywana jest na przyklad roztopiona
cyna lub jej stop o ciezarze wlasciwym wiekszym
niz ciezar wilasciwy szkla.

Najlepiej jezeli wykazuje ona wszystkie wtasci-
wosci kapieli opisanej w polskim patencie nr
39725.

W celu usuniecia zanieczyszczenn mozna Trozpro-
wadzi¢ w catej kapieli substancje oczyszczajaca,
wzieta w minimalnej ilo§ci wediug inmnego zasto-
sowania wynalazku, substancje takg rozprowadza
sie tylko w pewnym obszarze kagpieli, w ktérym
zanieczyszczenia kapieli tatwo wchodza w reakcje.
Tworzace sie produkty reakcji rozpuszezajg sie
przynajmniej czeSciowo w dolnej czeSci warstwy
roztcpionego szkla. )

Ponadto wedlug wynalazku wytwarza sie ponad
kapielg atmosfere ochronng, stanowigcg dodatko-
wa ochrone kapieli przed przechodzeniem do niej
zanieczyszezef. Zanieczyszezenia kapieli latwo
wchodzg w Treakcje z substancjg oczyszcza,]aca,
tworza,c produkt reakcn ulegajacy o0 najmniej
czeSciowo rozpuszczanii' ‘sie w dolnej warstwie
ta§my szklanej. ’
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Jednak produkt lub produkty reakcji rozpusz-
czone w dolnej «czeSci tadémy wystepujg w tak ma-
tych iloSciach, ze nie oddziatuja szkodliwie na ja-
ko$¢ szkla. Tasma takiego szkla ma boki plaskie,
réwmnolegle o powierzchni lustrzanej i odpowiada-
jacej szkiu obrobionemu na gorgco.

Substancje oczyszczajacg wprowadza sie do ka-
pieli w sposéb ciggly z taka predkoscig, by utrzy-
mywaly sie w kapieli jedynie jej §lady, przy czym
doprowadza sie jag w 'spos6b ciygly.

Przypisuje sie, ze metal kapieli przechodzi do
szkla wskutek obecnosci w niej zanieczyszezen, na
przyklad rozpuszczonego w niej tlenu i siarki lub
tylko siarki, ktére moga przedostaé¢ sie do kapieli
z przestrzeni ponad kapielg lub przeré z rozto-
pionego szktla.

Substancja oczyszczajaca moze byé wprowadza-

na do kapieli bezpos$rednio, przy czym stosuje sie
substancje z ktérg zanieczyszczenia kgpieli,- na
przykiad tlenem i siarkg lub tylkio siarkg latwiej
wechodzi w reakcje, niz z cyng kapieli.
* Wedtug innego zastosowania wynalazku zapobie-
ga sie tworzeniu w kapieli zwiazkéw cyny przez
ciagle dodawanie do kapieli co najmniej jednego
metalu grupy obejmujacej lit, s6d, potas, magnez,
wapn, bar, ind, zelazo i cynk, dzieki czemu pro-
dukt reakcji takiego metalu z zanieczyszczeniem
kapieli jest co majmniej czeSciowo rozpuszczotny
w dolnej cze$ci tasmy szklanej.

Stwierdzono, ze magnez, cynk, lit i waph sg
szczegblnie odpowiednimi substancjami oczyszcza-
jacymi przy dodawaniu ich indywilduallnie do kg-
plell roztopionej cyny, pomewa7 kazdy tych me-
tali tworzy z zanieczyszczeniami co -najmniej- je-
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den produkt reakecji, ktéry przechodzi z kapieli do
dolnej warstwy tasmy szkilanej.

Takie przechodzenie produktow reakcji regulu-
je sie tak, aby ilo§é cyny, ktéra moze dostaé sig
do dolnej czeéci taémy byla o tyle mala, aby nie
powoddwata fadnych szkodliwych skutkéw. Prze-
chodzenie substancji oczyszczajacej z kapieli do
dolnej czesci taémy szklanej reguluje sie¢ w miare
posuwania sie ta$my naprzéd, przy zachowahiu
charakterystyk dolnej czeSci tasmy szklanej.

Do wykonania sposobu wediug wynalazku mozna
stosowaé zname urzgdzenie, na przyklad wedlug
polskiego patentu mr 39725. W takim urzadzeniu
kapiel roztopionej cyny lub stopu cyny o ciezarze

wlaciwym wiekszym niz ciezar wiaSciwy szkla -

znajduje sie w konstrukcji basenu; w przestrzeni
ponad kapielg utrzymuje sie atmosfere ochronng.

Najlepiej jest wprowadzaé do kapieli magnez w
postaci stopu magnezu z cyna, zawierajacego na
przykiad 59, magnezu i 953%; ryny, w celu utrzy=
mywania w kapieli ogélnego stopnia nasycenia
magnezem rzedu 10 cze§eli ma milion. Mozna ré6w-
niez dodawaé do kapieli waph, lit, s6d i potas w
postaci stopu z cyna.

Do kapieli mozna dodatkowo wprowadzaé réw-

niez inme pierwiastki w czystej postaci metalicznej
Na przykilad wedtug wymnalazku mozna dodawaé
do roztopionej cyny czysty cynk metaliczfiy w ios§-
ci wystarczajgcej do utrzymywania ogélnego stop-
nia masycenia cynkiem kapieli rzedu 250 cze$ci na
Hilion. Mozna r6éwniez wprowadzaé Zelazo i ind
w czystej postaci metalicznej.

W odmianié sposobi wedlug wynalaziu fozna
stale usuwaé roztopionia cyne ze #biornika a na-
stepnie ponownie wprowadzaé jg do obiegu ka-
pieli, przy czym podezas ponowhego doprowadza-
fiia cyny do obiegu dodaje si¢ do niej substancji
oczyszczajacej w postaci stopu lub czystego me-
© talu

Stopiei nasycenia kapieli - cyny sitbstancjg
oczyszczajacg przewyzsza stopien masycenia wy-
magany do reakeji z zanieczyszezeéniamii, na przy-
kiad tlenerh i sidrka, przy ezym ilosé tych zsnie-
czyszezefi rozpuszezonych w kapiel zalegy od ilos-
ci tlenu i gazewe] Siarkl, przedostajjeych sie do
przestrzeni z atmosferg ochronng penad kipiels;
oraz zalety ed iloSci tlenu i siarki preedestaja-
cych sie do kapieli z rodtepionege szkla.

Utrzymywanie w kapieli tegs &topnia nasyéenia
substahcjy oezysgtzhjded 2apewnia wige b6; 38 za=
sadniczo cals iloéé tlenu i siarki znajdujacs sig
w kgpieli wejdg latwiej w reakeje z g substanejg
niz z eyng. Wskutek tego tlen i siarka beds Ia-
ezyé sie z substancjg, twerzac tlenek lub siarczek.

Jakkolwiek galeea die unikenié fiadmiernegb za-
nieczyszezenia kKabiell eynbwej ranievesyszezeniami
zawartymi w astmiosferse oehrenhéj i w reztopio=
nym szkle;, to jedralt #wigdhki themiczne twierigee
sie w kapieli w wynileil reafreji zachedegeej rhie-
dzy substancjg oczyszczajgeq i zanieezysazczemiami,
ktére sa pechianiane lub rozpuszczane w dolnej
czeéci tasmy seklane), mie wystepuja w tak duzej
ilo§ci, aby mogly szkodiiwie wplywaé na jalkoé
i stopiedt wykoficzenia szkia
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Sa one stale usuwane z kgpieli, Co najrniej
cze$¢é produktéw reakeji rhozhia usufigé przez ich
ulatmame i od.pnowadzame do atkmosfefy ponad
kgpielg lub przez mechdniczne usuwanie w po-
staci zuzli z powierz¢hni kapieli.

Wykoticzenie powierzchni tasmy szklanej wy-
tworzonej na kgpieli metalowej, zawierajgcej do-
datkowsg substancje oczyszczajaca,jak opisano wy-
Zej, przeprowadza sie tak, aby tasma szklana opu-
szczajaca kapiel miala potyskujacg powierzchnie
co najmniej taka, jaka wuzyskuje sie przy stoso-
waniu obrébki na gorgco i aby obecnos¢ w dol-
nej czeéci tasmy produkitu lub produktéw reakc;i
wytworzonych podczas oczyszczania metalu kapieli
w zaden ispos6b mie wplywala szkodliwie na ja-
ko§é powierzehni wytwarzanej tafmy szklanej.
Sposobem wediug wynalazku zapewnia sie utrzy-
mywanie niezracznego przechodzenia metalu ka-
pieli do dolnej czeSci tadimy szklanej.

Wynalazek detyezy réwniez spesobu wytwarza-
nia szkla plaskiego w postaci taSmy przesuwanej
na kapieli metalowej na przyklad z roztopionej
cy.{y, wyrbzniajgcego sie tym, ze w dolnej czeSci
tasmy szklanej rozpuszeza sie co najmniej jeden
nieszkodliwy produkt reakcji zanieczyszczen kapie-
1 z substancja dodatkowsa, ‘jak opisano wyzej tak,
aby zawarto§é metalu w kapieli w dolnej czesci
tadémy szitlanej nie przekraczala z géry okre§lonej
wartoSci maksymalnej. Ponadto w sposobie we-
diug wynalazku zabezpiecza sie przed mozliwoscig
powstawania innych ubocznych stmutkéw, na przy-
ktad wystepujgcych podczas poddawania szkla
obrébee cieplnej w obecnosci tlenu.

Wynalazek obejmuje réwniez plyty szklane wy=«
ciete ze szkla plaskiego, wytwarianego Ssposobem
opisanym wyzej i o wspomnianych wyzej wiasei-
wosciach.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania szkla plaskiego w postaci
tasmy, wedtug kitérego znajdujgca sie na kapieli
taSma szkla jest stale w zetknieciu z roztopio-
nym metalem, znamienny tym, Ze w roztopio-
nym metalu utrzymuje sie stale przynajmniej
flady substancji, z ktéra zanieczyszczenie me-
talu latwo wehodzi w reakcje, tworzge produkt
reakeji, ktéry co majmniej czeSciowo rozpusz-
cza sie¢ w dolnej czeSci tasmy szklanej.

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1, znamienna
tym, Ze utrzymuje sie stale co najmniej w czes-
ci obszaru kgpieli metalowej przynajmniej §la-
dy substaneji, £ ktéra zanieczyszezenia kapieli
latwo wchodza w reakcje; tworzge produkt, kt6-
rego co na; ‘mniej ezgst rezpuszcza sie w dolnej
czeei taxémy szklanej.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w
celu niedopuszczenia do tworzenia si¢ w kapieli
zwigzk6w cyny wprowadza sig stale do hapieli
przynajmniej. jeden metal grupy obejmujgcej
lit, s6d, potas, magnez, wapf, bor, ind, zelazo
i cynk, przy ezym produkt reakcji takiego me-
talu z zanieczyszcgeniem kapieli co najmniej
czeciowo rogpuszcza si@ W dolnej czeSei ta$my
szklanej.
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